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Die f olgenden Angaben sind den vom 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Chipkarte mit integrierter Batterie 

® Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 
mit integrierter Batterie vorgeschlagen, wobei anstelle 
der Integration einer vorgefertigten Batterie die Fertigung 
der Batterie in den HerstellungsprozeS der Chipkarte inte- 
griert wird. Dazu wird eine Lefterbahnstruktur (8) auf eine 
Tragerschicht {6) aufgebracht. In einem Teilbereich (8b) 
der Leiterbahnstruktur (8), die als Elektrode fur die Batte- 
rie (3) dient, wird ein Elektrolyt (11) in Form einer Elektro- 
lytpaste aufgedruckt oder uber eine Maske aufgetragen 
oder in Form einer Elektrolytfoiie aufgeklebt. Daruber 
wird eine Deckfolie (5) mit einer Gegen leiterbahnstruktur 
(9) so auflamintert, dad ein Teilbereich (9b) der Gegenlei- 
terbahnstruktur (9) die Gegenelektrode fur die Batterie (3) 
biidet. 

Diese Konstruktion ist besonders vorteilhaft fur Chipkar- 
ten mit Displays (2), da die Elektroden (8b, 9b) der Batterie 

, (3) in einem Arbeitsgang mit den Elektroden (8c, 9c) des 

* Displays (2) gefertigt werden konnen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung beirifft cin Verfahren zur Herstellung ciner 
Chipkarte mit integriener Baticric nacb der GaUung des 
Hauptansprucbs sowie eine entsprechende Chipkarte nacb 5 
der Gattung des ncbengeordneten Aospruchs 8. 

Ublicherweise werden die elektrischen Bauteile ciner 
Chipkarte von aufien mit Strom versorgt, beispielsweise 
wahrend die Chipkarte im Terminal eines Bankautomaten 
eingefuhrt ist. Neuere Anwendungen sehen vor, Daien aus 10 
der Kane unabhangig von einem solchen Terminal auslesen 
und anzuzeigen und erfordem dazu die Integration einer 
Stromquelle unmittelbar in die Karte. Ein typischer Anwen- 
dungsfall hierfiir ist die sogenannte Geldkarte mit Display 
zur Anzeige des auf der Karte noch verfugbaren Geldbe- 15 
trags. 

Chipkarten sinddurcb eine ISO- Norm in ihren Dimensio- 
nen, insbesondere auch der maximalen Dicke, genormL Ein 
generelles Problem besteht deshalb darin, leistungsfahige 
Batterien herzustellen, die dunn genug sind, um in Chipkar- 20 
ten integriert werden zu konnen. Aus der Wirtschaftswoche 
21, Januar 1999, Wolfgang Kempken, "Dunn wic Papier", 
ist eine Batiehe bekannt, bei der die Elektroden aus hauch- 
dunnen Folien aus Manganoxid und Lithium bestehen, zwi- 
schen denen als Elekirolyt eine dunne Spezialkunststoflf- 25 
schichl angeordnet ist. Die Elektroden weisen ubliche An- 
schlufiflachen zur Verbindung der Batterie mit den Leiter- 
bahnen der Chipkarte auf. 

Von der Firma E. C. R.-Hectro-Chemical Research, Ltd. 
76117 Rehovot, NL, wird weiter eine ultradiinne, schicht- 30 
weise aufgebaute Batterie fur Chipkarten angeboten, die als 
RHISS-Batterie bekannt ist (RHISS = rechargeable hydro- 
gen ion solid state electrolyte). Die RHISS-Batterie ist zwi- 
schen 0,35 und 0,70 mm diinn, wird in einem Batteriepack 
isoliert und in die Chipkarte eingesetzt, um dort mit den Lei- 35 
terbahnen der Chipkarte uber Wire-Bond-Drahte verbunden 
zu werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, das Konzept 
der Batterieintegration in Chipkarten hinsichtlich Fertigung 
und Leistungsfahigkeit wetter zu verbessern. 40 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren mit den 
Merkmalen des Hauptanspruchs sowie durch eine Chip- 
karte, wie sie im nebengeordneten Produktanspruch 8 ange- 
geben ist Die Losung zeichnet sich dadurch aus, dafi auf die 
Elektroden, die einerseils mit dem Hektrolyt und anderer- 45 
seits mit den Leiterbahnen der Chipkarte in Verbindung 
sind, verzichtet wird. Stattdessen werden die Leiterbahnen 
so ausgebiidet, da6 sie sclbst die gegcnpoligen Elektroden 
fur den Elektrolyten bilden. Dazu wird der Eiektrolyt als Pa- 
ste oder ais Folie auf denjenigen Teil der Leiterbahn aufge- 50 
bracht, der die eigentliche Elektrode ersetzt, und uber dem 
Eiektrolyt wird die Gegenleiterbahn so angeordnet, dafi ein 
Teil dieser Gegenleiterbahn die Gegenelektrode fur den 
Eiektrolyt bildet. Auf diese Weise entfallen gesonderte Bat- 
terieelektrodenschichten, wie sie in den bekannten Batterie- 55 
konzepten vorgeseben sind. Das erfindungsgemaBc Verfah- 
ren bietet dadurch den Vbrteil, dafi fur den Elektrolyten ein 
groBerer Bauraum zur Vertugung stent, so dafi die Norm- 
die ke fur Chipkarten eingehalten werden kann. Desweiteren 
kann die Batterie unmittelbar wahrend der Chipkartenferti- 60 
gung hergestellt werden und braucht nichl als separates Zu- 
lieferteil in die Karte integriert zu werden. Dadurch entfaltt 
das Bonden der Elektroden an die Leiterbahnen, wodurch 
die Fertigung kostengunstiger wird. Zudem kann die Batte- 
rie je nach Chipkarte individuell an die Chipkartengeome- 65 
trie und die Leistungsanforderungen bei der Chipkartenfer- 
Ugung angepafit werden. 

Fur Chipkarten mit Displays ergibt sich ein besonderer 



Vbrteil daraus, dafi diese ohnehin bereits Elektroden fur das 
Display auf weisen, wobei diese Elektroden Ublicberweise 
einen integralen Bestandteil der Leiterbahnen bilden. In dem 
diese Leiterbahnen nunmehr zusatzlich Teilbereiche aufwei- 
sen, die als gegenpolige Elektroden fur den Elektrolyten die- 
nen, kann die Barxeriefertigung ohne wesentlichen Aufwand 
in eine Displaychipkartenfertigung integriert werden. Als 
zusSrzlicher Schritx ist nur das Aufbringen des Elektrolyten 
erfordeiiich. Dafur entfallen das Einsetzen einer besonderen 
Batterie und das elektrische Anschliefien der Leiterbahnen 
an die Banerieanschlufiflachen. 

Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf 
die Zeichnung naher erlautert Es zeigen: 

Fig. 1 eine Chipkarte schemansch in Draufsicht und 

Fig. 2 eine Chipkarte schemansch im Querschnitt. 

In Fig. 1 ist eine Chipkarte 10 mit in die Chipkarte inte- 
griertem Chip 1 dargestellL Beispielhaft wird dabei von ei- 
ner kontaktlosen Chipkarte ausgegangen, weshalb der im 
Inneren der Chipkarte 10 angeordnete Chip 1 strichliert an- 
gedeutet ist Die Erfindung ist aber gleichermafien fur kon- 
taktierende Karten oder Dual-Interface-Karten, bei denen 
die DatenUbertragung mittels an der Kartenoberflache lie- 
gender Kontaktflachen erfolgt, anwendbar. Die in Fig. 1 dar- 
gestellte kontakdose Karte besitzt fur den Datentransfer mit 
externen Geraten eine Antennenspule 4, die mit dem Chip 1 
uber eine nicht dargestellte elektrische Verbindung elek- 
trisch leitend verbunden ist Die Antennenspule 4 befindet 
sich, wie durch strichlierte Darstellung angedeutet, ebenf alls 
im Inneren der Chipkarte 10. Weiterhin besitzt die Karte 10 
ein Display 2, das die Anzeige von Daten aus dem Chip 1 er- 
laubt. Das Display 2 kann gleichzeitig als Tastatur fungie- 
ren. Einen weiteren Bestandteil der Chipkarte 10 bildet eine 
Batterie 3, die, wie durch strichlierte Darstellung angedeu- 
tet, ebenf alls in das Innere der Chipkarte 10 integriert isL 

Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 dargestellte Chipkarte 10 sche- 
matisch im Querschnitt. Die Darstellung diem dabei ledig- 
lich zur Veranschaulichung der die Chipkarte bildenden Be- 
standteile und reprasennert nicht die \ferhaltnisse in einer 
realen Chipkarte mit Normdicke. Die Karte 10 besteht aus 
einer Tragerschicht 6, einer Kartenkorperschicht 7 und einer 
Deckschicht 5. Zwischen Tragerschicht 6 und Deckschicht 5 
sind die elektroniscben Bauelemente angeordnet, namlich 
der Chip 1, die Batterie 3, das Display 2 sowie die, in Fig. 2 
nicht dargestellte, Spule 4. 

Die Chipkarte 10 wird schrittweise auf der Tragerschicht 
6 aufgebaut. Zunachst wird eine Leiterbahnstruktur 8 auf die 
Tragerschicht 6 aufgebracht, beispielsweise durch Aufdruk- 
ken oder im Atzverfahren. Die Leiterbahnstruktur 8 gliedert 
sich in mehrere Bereiche 8a, 8b, 8c. Ein erster Bereich 8a 
dient dabei zur Anbindung des Chips 1 an die Leiterbahn- 
struktur 8. Ein z weiter Bereich 8b bildet eine erste Elektrode 
fur die Batterie 3, die insgesamt aus Elektrode 8b, Eiektrolyt 
U und Gegenelektrode 9b besteht. Ein weiterer Bereich 8c 
bildet femer eine Elektrode filr das Display 2, das insgesamt 
aus Elektrode 8c, aktiver Schicht 12 und Gegenelektrode 9c 
besteht. Gleichzeitig mit der Leiterbahnstruktur 8 wind 
zweckmafiig die Antennenspule 4 realisiert. 

Auf der Leiterbahnstruktur 8 werden die einzelnen elek- 
tronischen Bauelemente aufgebaut. Dabei wird der Chip 1 
beispielsweise in Flip-Chip-Technologie mit dem Bereich 
8a der Leiterbahnstruktur 8 elektrisch verbunden. 

Auf den Bereich 8b der Leiterbahnstruktur 8 wird sodann 
ein fester Eiektrolyt U aufgebracht Das Elektrolytmaterial 
kann beispielsweise eine Elektroiytpaste oder eine Elektro- 
lytfolie sein, wie sie aus dem eingangs wiedergegebenen 
Stand der Technik bekannt sind. Als Paste wird der Eiektro- 
lyt voneilhaft aufgedruckt, etwa im Siebdruckverfahren, 
oder uber eine Maske aufgetragen. Die Verwendung einer 
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Paste hat den VorteiL dafi die Fuucrung des Elektrolyten ein- 
fach ist 

Auf den Teilbereich 8c der Leiterbahnstruktur 8 wild eine 
aku ve Schicht 12 fur das Display 2 aufgebracht. Bei dem da- 
fur verwendeten Material kann es sich urn FlUssigkristalle 
handeln, die ihren Zustand zwischen opak und transparent 
wechseln, beispielsweise FLC. ChLCD oder PDLC. Alter- 
nariv kommen aktiv leuchtende Stoffe in Betracht, d. h. Ma~ 
terialien, die bei Anlegen einer Spannung aktiv leuchten, 
beispielsweise LEDs, ELDs oder OLEDs. Das Display 2 
kann gleichzeitig die Funkuon einer Tastatur besitzen. Auf- 
bau und Funktionsweise eines solcben Displays sind detail- 
lien in der deutschen Patentanmeldung Nr. 198 28 978.2 be- 
schrieben, auf die hicrzu ausdriicklich verwiesen wird. Der 
Bereich 8c der Leiterbahnstruktur 8 bildet eine Hektrode fiir 
die akuve Schicht 12 des Displays 2. 

Vor oder nach dem Aufbau der elektronischen Bauteile 
auf der Tragerschicht 6 wird auf der Tragerschicht 6 eine 
Kartenk6rperschicht7 angeordnet, die Aussparungen fur die 
elektronischen Bauteile besitzL Die Kartenkorperschicht 7 
wird auf der Tragerschicht 6 auflaminiert. Der Laminiervor- 
gang kann gegebenenfalls zusammen mit der Deckfolie 5 
erfolgen. 

Uber der Kartenkorperschicht 7 und den auf der Trager- 
schicht 6 aufgebauten elektronischen Bauteilen wird die 
Deckschicht 5 angeordnet. Auf der dem Karteninneren zu- 
gewandten Seite der Deckschicht 5 wird dabei eine Gegen- 
leiterbahnstruktur 9 angelegt. Zweckmaflig wird die Gegen- 
leiterbahnstruktur 9 gleichfalls durch Aufdrucken oder im 
Atzverfahren erzeugt und gliedert sich in Teilbereiche 9b 
und 9c. Die Gliederung der Gegenleiterbannstruktur 9 ist so 
ausgebildet, dafi der Teilbereich 9c eine Gegenelektrode zur 
Elektrode 8c des Displays 2 bildet, wahrend der Teilbereich 
9b im Bereich der Batterie 3 angelegt ist, so dafi er eine Ge- 
genelektrode zur Elektrode 8b der Batterie 3 bildet. Die die 
Elektroden des Displays 2 bildenden Teile 8c und 9c von 
Leiterbahn- bzw. Gegenleiterbannstruktur mlissen dabei le- 
diglich elektrisch ieitfahig sein. Die die Elektroden der Bat- 
terie 3 bildenden Teile 8b und 9b miissen daruberhinaus ge- 
genpolig sein, so dafi sie als Anode und Kathode eine Strom- 
richtung definieren. Es kann daher zweckmMfiig sein, zumin- 
dest eine Leiterbahnstruktur aus zwei unterschiedlichen Ma- 
terialien zusammenzusetzen. Beispielsweise kann die Ge- 
genleiterbahnstrukrur 9 im Teilbereich 9b aus einem beson- 
deren Hektrodenmaterial hergestellt werden, wahrend alle 
anderen Teilbereiche 8a, 8b, 8c und 9c der Leiterbahnstruk- 
turen 8 und 9 aus Inidiumzinnoxid (TTO) bestehen. 

Im Falle einer Chipkarte mit Display, wie sie in den Fig. 1 
und 2 dargestellt ist, sollten femer Deckschicht 5 und Ge- 
genelektrode 9c des Displays 2 transparent sein, damit die 
akuve Schicht 12 von auBen erkennbar ist. Als Material fur 
die Gegenleiterbannstruktur 9 bietet sich deshalb Inidium- 
zinnoxid (TTO) an, das transparent ist. Abgesehen von dem 
Displaybereich ist die dem Karteninneren zugewandte Seite 
der transparenten Deckschicht 5 bedruckt, so dafi ein Blick 
auf die elektronischen Bauteile nicht gewahrt wird. Die 
Schichten 5, 6, 7 werden durch Anwendung von Druck und 
Temperatur oder unter Verwendung eines Klebers miteinan- 
der laminiert. Aufgrund der Temperaturempfindlichkeit des 
Elektrolyts ist die Laminierung mittels Kleber zu bevorzu- 
gen. Wichtig ist eine vollstandige Abdichtung insbesondere 
des Battehebereichs gegen Feuchugkeit, da heute erhaltli- 
che Elektrolyten sehr feuchtigkeitsempfindlich sind. 

Der Rahmen des der Erfindung zugrundliegenden Kon- 
zeptes - Einsetzen der Batterie nicht als FertigteiL sondem 
Erzeugung der Batterie im Zuge der Kartenfertigung, indem 
die ohnehin vorhandenen Leiterbahnstrukturen die Elektro- 
den fur die Batterie bilden - gestattet einer Vielzahi von Ab- 



wandlungen des vorstehend beschriebenen Herstellungsver- 
f aniens wie der damit herstellbaren Chipkarte. Insbesondere 
kann der Aufbau der anhand der Fig. 1 und 2 beschriebenen 
Chipkarte hinsicbtlich der Bauelemente oder hinsichtlich 

5 der Zahl der Schichten geandert werden . Alternan v zur elek- 
trischen Einbeziehung des Chips 1 nur uber eine trager- 
schichtseitige Leiterbahnstruktur kann eine den Chip 1 auf 
zwei Seiten kontaktierende Verbindung vorgesehen sein, bei 
der der Chip auch durch die Gegenleiterbannstruktur kon- 

10 taktiertist 

Patentansprtiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte (10) mit 
15 integrierter Stromquelle (3), umfassend die Schritte: 

- Aufbringen einer ersten Leiterbahnstruktur (8) 
auf eine Tragerschicht (6) der Chipkarte (10), 

- Aufbringen eines Elektrolyts (11) uber einem 
Teilbereich (8b) der ersten Leiterbahnstruktur (8) 

20 und 

- Aufbringen einer zweiten Leiterbahnstruktur 
(9) mit einem Teilbereich (9b) der zweiten Leiter- 
bahnstruktur (9) Uber dem Elektrolyt (11), so dafi 
die Teilbereiche (8b, 9b) der Leiterbahnstrukturen 

25 (8 bzw. 9) in direktem Kontakt mit dem Elektrolyt 

(11) stehen und gegenpolige Elektroden fur den 
Elektrolyten (12) bilden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi als Elektrolyt (11) eine Elektrolytpaste ver- 

30 wendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dafi der Elektrolyt (11) im Siebdruckverfahren auf- 
gebracht wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeicb- 
35 net, dafi der Elektrolyt (11) unter Verwendung einer 

Maske aufgetragen wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi als Elektrolyt (11) eine Elektrolytfolie verwen- 
det wird. 

40 6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die zweite Leiterbahnstruk- 
tur (9) zusammen mit einer Deckfolie (5) in Laminier- 
technik aufgebracht wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
45 durch gekennzeichnet, dafi die erste Leiterbahnstruktur 

(8) und die zweite Leiterbahnstruktur (9) aufier den 
Teilbereichen (8b bzw. 9b), die als Elektroden fiir den 
Elektrolyt dienen, jeweils einen zweiten Teilbereich 
(8c bzw. 9c) umfassen, die als Elektroden fur ein Dis- 
50 play (2) und/oder eine Tastatur dienen. 

8. Chipkarte (10) mit integrierter Batterie (3), umfas- 
send eine erste Leiterbahnstruktur (8) mit einem Teil- 
bereich (8b) und eine zweite Ldterbahnstrukfur (9) mit 
einem Teilbereich (9b), wobei zwischen den Teilberei- 

55 chen (8b und 9b) ein Elektrolyt so angeordnet ist dafi 
sich die Teilbereiche (8b, 9b) der Leiterbahnstrukturen 
(8, 9) in direktem Kontakt mit dem Elektrolyt (11) be- 
flnden und gegenpolige Elektroden fur den Elektroly- 
ten (11) bilden. 

60 9. Chipkarte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Teilbereiche (8b, 9b) der ersten und zwei- 
ten Leiterbahnstrukturen (8, 9) ubereinander angeord- 
net sind. 

10. Chipkarte nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
65 kennzeichnet, dafi der Elektrolyt eine Paste oder Folie 

ist 

11. Chipkarte nach einem der Anspriiche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Leiterbahnstrukturen (8, 
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9) auBer den Teilbereichen (8b, 9b), die als Hektroden 
fur den Elekirolyten (11) dienen, weitere Teilbereiche 
(8c bzw. 9c) aufweisen, die als Elektroden fur ein Dis- 
play (2) und/oder eine Tastatur dienen. 
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